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【57】申請專利範圍
1.　一種適配器，其具備有：
金屬埠口，其具有可放入裝設部之孔，該裝設部係形成於配管的一端；

間隔件，其被構成為，與設置於上述裝設部前端側之段差部相卡合；

金屬密封件，其被構成為，可將上述裝設部的前端與上述金屬埠口的接觸面之間封閉；

及

螺帽，其具有可供上述裝設部插通之內徑，其與上述金屬埠口螺合而將上述間隔件按壓

在上述金屬埠口側；

上述間隔件被分割成複數個圓弧狀，整體成為環狀而被配置於上述段差部，並具有不需

對繞上述配管之軸的定位進行調整之定位機構，

將上述螺帽藉由旋緊而緊固時，上述金屬密封件的變形量被設定為可將上述裝設部的前

端與上述金屬埠口的接觸面之間封閉。

2.　如請求項 1之適配器，其中，
上述段差部被形成為，其直徑朝向上述前端側而擴大。

3.　如請求項 1之適配器，其中，
上述定位機構具有：第 1突起，其被形成於上述間隔件的外周側，而與形成於上述孔的
邊緣一部分之缺口相卡合；及第 2突起，其形成於上述間隔件之內周側，以使與形成於
上述裝設部的外周面之缺口相卡合。

4.　如請求項 1之適配器，其中，
上述金屬密封件受到上述配管之本身重量與來自上述螺帽之按壓力所合成之力而變形。

5.　如請求項 1之適配器，其中，
上述孔的底部係被平坦地形成，於上述底部的中央，設置有與氣體流路相連通之開口，

上述金屬密封件將上述開口的周圍與上述裝設部的前端之間封閉。

6.　如請求項 1之適配器，其中，
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上述段差部具有與上述裝設部之中心軸大致垂直的下壓面、及與上述裝設部之中心軸大

致平行的端面，

上述間隔件係，卡合於上述下壓面與上述端面，並以既定之嵌合公差隔著間隙而嵌合於

上述孔。

7.　如請求項 1之適配器，其中，
上述段差部由形成於上述裝設部前端之向外凸緣所構成。

8.　如請求項 1之適配器，其中，
上述段差部由形成於上述裝設部前端附近的周圍之溝所構成。

9.　如請求項 1之適配器，其中，
上述孔具有：第 2段差，其從較上述裝設部前端之外徑更大的第 1內徑變化成較上述外
徑更小的第 2內徑；及第 3段差，其從上述第 2內徑變化成較上述第 2內徑更小的第 3
內徑；

上述金屬密封件被配置於上述第 2段差與上述第 3段差之間。
10.   如請求項 1之適配器，其中，

上述金屬埠口係於上述孔的周圍具有與上述孔同軸的公螺紋，

上述螺帽係與上述公螺紋螺合之袋螺帽。

11.   如請求項 3之適配器，其中，
上述間隔件之上述分割及上述第 1突起之配置係被構成 2次以上之旋轉對稱。

12.   如請求項 1之適配器，其中，
於上述金屬密封件將上述裝設部的前端與上述金屬埠口的接觸面之間封閉時，上述金屬

密封件之反作用力為施加於上述配管之重力的 2倍以上。
13.   如請求項 1、4及 12中任一項之適配器，其中，

上述配管係由脆性材料形成之噴嘴，其將處理氣體注入至基板處理裝置的處理室內。

14.   如請求項 1、4及 12中任一項之適配器，其中，
上述配管係於垂直方向延伸配置，而施加於上述配管之重力方向與上述裝設部之管軸為

實質上相同。

15.   如請求項 7之適配器，其中，
上述金屬密封件對上述凸緣之接觸係位於上述凸緣的前端，其僅發生於與較上述凸緣的

內徑更外側且較上述凸緣的外徑更內側相對應之區域。

16.   一種基板處理裝置，其具備有：
第 1配管，其連通於對基板進行處理之處理室，而將氣體供給至上述處理室或是將其自
上述處理室排出；及

適配器，其可連通地將上述第 1配管連接於第 2配管；
上述適配器具備有：

金屬埠口，其具有可放入裝設部之孔，該裝設部係形成於上述第 1配管的一端；
間隔件，其被構成為，與設置於上述裝設部前端側之段差部相卡合；

金屬密封件，其被構成為，可將上述裝設部的前端與上述金屬埠口的接觸面之間封閉；

及

螺帽，其具有可供上述裝設部插通之內徑，其與上述金屬埠口螺合而將上述間隔件按壓

在上述金屬埠口側；

上述間隔件被分割成複數個圓弧狀，整體成為環狀而被配置於上述段差部，並具有不需

對繞上述配管之軸的定位進行調整之定位機構，

將上述螺帽藉由旋緊而緊固時，上述金屬密封件的變形量被設定為可將上述裝設部的前

端與上述金屬埠口的接觸面之間封閉。

(2)
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17.   一種基板處理方法，其具備有如下步驟：
經由第 1配管而將氣體供給至處理室或將上述氣體自上述處理室排出的步驟，其中，上
述第 1配管係藉由適配器而使其一端可連通地連接於第 2配管，其另一端連通於對基板
進行處理之上述處理室；上述適配器具備有：金屬埠口，其具有可放入裝設部之孔，該

裝設部係形成於上述一端；間隔件，其被構成為，與設置於上述裝設部前端側之段差部

相卡合；金屬密封件，其被構成為，可將上述裝設部的前端與上述金屬埠口的接觸面之

間封閉；及螺帽，其具有可供上述裝設部插通之內徑，其與上述金屬埠口螺合而將上述

間隔件按壓在上述金屬埠口側；上述間隔件被分割成複數個圓弧狀，整體成為環狀而被

配置於上述段差部，並具有不需對繞配管之軸的定位進行調整之定位機構；將上述螺帽

藉由旋緊而緊固時，上述金屬密封件的變形量被設定為可將上述裝設部的前端與上述金

屬埠口的接觸面之間封閉；及

使上述基板暴露於上述氣體而進行處理的步驟。

18.   一種半導體裝置之製造方法，其具備有如下步驟：
經由第 1配管而將氣體供給至處理室或將上述氣體自上述處理室排出的步驟，其中，上
述第 1配管係藉由適配器而使其一端可連通地連接於第 2配管，其另一端連通於對基板
進行處理之上述處理室；上述適配器具備有：金屬埠口，其具有可放入裝設部之孔，該

裝設部係形成於上述一端；間隔件，其構成為與設置於上述裝設部前端側之段差部相卡

合；金屬密封件，其被構成為，可將上述裝設部的前端與上述金屬埠口的接觸面之間封

閉；及螺帽，其具有可供上述裝設部插通之內徑，其與上述金屬埠口螺合而將上述間隔

件按壓在上述金屬埠口側；上述間隔件被分割成複數個圓弧狀，整體成為環狀而被配置

於上述段差部，並具有不需對繞配管之軸的定位進行調整之定位機構；將上述螺帽藉由

旋緊而緊固時，上述金屬密封件的變形量被設定為可將上述裝設部的前端與上述金屬埠

口的接觸面之間封閉；及

使上述基板暴露於上述氣體而進行處理的步驟。

19.   一種藉由以電腦執行程序而可完成請求項 17之基板處理方法的程式，上述程序具有：
經由第 1配管而將氣體供給至處理室或將上述氣體自上述處理室排出的程序，其中，上
述第 1配管係藉由適配器而使其一端可連通地連接於第 2配管，其另一端連通於對基板
進行處理之上述處理室；上述適配器具備有：金屬埠口，其具有可放入裝設部之孔，該

裝設部係形成於上述一端；間隔件，其被構成為，與設置於上述裝設部前端側之段差部

相卡合；金屬密封件，其被構成為，可將上述裝設部的前端與上述金屬埠口的接觸面之

間封閉；及螺帽，其具有可供上述裝設部插通之內徑，其與上述金屬埠口螺合而將上述

間隔件按壓在上述金屬埠口側；上述間隔件被分割成複數個圓弧狀，整體成為環狀被配

置於上述段差部，並具有不需對繞配管之軸的定位進行調整之定位機構；將上述螺帽藉

由旋緊而緊固時，上述金屬密封件的變形量被設定為可將上述裝設部的前端與上述金屬

埠口的接觸面之間封閉；及

使上述基板暴露於上述氣體而進行處理的程序。

圖式簡單說明

圖 1係表示本發明一態樣中可被適當使用之基板處理裝置的縱型處理爐的概略構成圖，
其係以縱剖視圖表示處理爐部分的圖。

圖 2係說明氣體供給管、適配器及噴嘴之連接的立體圖。
圖 3係說明將噴嘴裝設於適配器之狀態的剖視圖。
圖 4(A)係從上方觀察間隔件的立體圖。圖 4(B)係從下方觀察間隔件的立體圖。
圖 5係用以對噴嘴與適配器之定位機構說明的圖。
圖 6係表示本發明一態樣中可被適當使用之基板處理裝置的控制器之概略構成圖，其係以方
塊圖表示控制器之控制系統的圖。

(3)
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圖 7係表示本發明一態樣之基板處理步驟中之流程圖。
圖 8係說明將本發明之變形例的噴嘴被裝設於適配器之狀態的剖視圖。

(4)

- 4325 -



(5)

- 4326 -



(6)

- 4327 -



(7)

- 4328 -



(8)

- 4329 -



(9)

- 4330 -



(10)

- 4331 -



(11)

- 4332 -


